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概  要 

 

熱伝導率は省エネのための断熱、半導体素子の熱放散など、材料開発において

は重要な熱物性値であり、正確な数値が必要となる。特に省エネなどの断熱材

開発では低熱伝導率の材料を高精度で評価することが求められている。これら

低熱伝導率の材料を評価する方法としては、保護熱板法があり、本装置では雰

囲気及び圧力を可変しての測定も可能となる。  

従来技術・ 

競合技術 

との比較 

（優位性） 

熱伝導率の測定は一般にレーザーフラッシュ法が知られているが、約 0.1／

Wm-1K-1 以下の熱伝導率の測定は難しい。本保護板法では約 0.1～0.001／

Wm-1K-1 の測定が可能であり、本装置では雰囲気及び圧力を可変した評価も

できる。（本低熱伝導率測定装置：図-1） 

本技術の 

有用性 

断熱材の低熱伝導率を評価できるとともに、雰囲気及び圧力依存性も評価・解

析できる（図-2）。そのため、断熱材の開発等低熱伝導率の測定には大きく貢

献できる。 

関連情報 

（図・表・写真等） 

 

 

適用可能製品 
断熱材の開発で断熱材、真空断熱材などの部材を評価できる。また、低熱伝導

率を必要とする部材の評価には注目される技術である。 
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保護熱板法により雰囲気・圧力を可変しての測定も可能 

材料の低熱伝導率評価技術 
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図-1 低熱伝導率測定装置 図-2 熱伝導率の真空度依存性（NIST標準資料） 


